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Surface Bio – Fouling / Non-fouling control
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SNAL LabFouling Non-fouling
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+     Bio Non-fouling     - - Bio Fouling       +

◆Bio Non-fouling (hydrophobic)

➢ 표면처리를 통한 이물질 부착 방지

➢ 응용분야

✓ 의료용품 살균 코팅

✓ 선박 따개비등 부착 방지 코팅

✓ 기뢰, 부표 유리창 투명성 유지 코팅

(장기간 혈액, 바닷물 등에 노출에도

이물질 부착방지가 필요한 표면)

◆Bio Fouling (hydrophilic)

➢ 표면처리를 통한 이물질 부착력 향상

➢ 응용분야

✓ 세포 거동연구 (암세포, 줄기세포...)

✓ 전염병 진단 검사기 (민감도향상)

(원하는 목표 물질 부착력 향상이 필요한 표면)

Water Contact Angle

그림 1 (위). Bio Fouling / Non-fouling patterning

그림 2 (위). Bio Fouling / Non-fouling 코팅 종류별 Water contact angle



SNAL LabFouling Non-fouling

Cell culture and protein adsorption demonstrate the

uniformity of CCP-CVD of PP-PEG and PP-amine

Bio fouling
coating

Bio non-fouling
coating

Surface Bio-(non)fouling patterning control

Bio fouling / non-fouling surface control 관련특허

대한민국, 미국, 일본, 중국 4개국외
PCT 포함관련특허 12개보유 (등록기준)

(+출원중특허국내1건, 미국1건 )

A newly fabricated plasma-polymerized poly(ethylene glycol) (PP-PEG) film shows extremely 

low toxicity, low fouling, good durability, and chemical similarity to typical PEG polymers, 

enabling live cell patterning as well as various bioapplications using bioincompatible materials.

Bio patterning chip application
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Encrustation in Human body

Encrustation in Stent inner surface

Specialized plasma enhanced chemical vapor deposition system

SEM surface morphologies and Water contact angle of various treatment conditions

Bio active surface modification on inner wall of tube

Plasma surface modification by dielectric barrier discharge(DBD)

Non-fouling



- Surface reactivity     +

+ Surface reactivity     -

Bio fouling coating

Bio non-fouling coating

Urine immersion test for urolithiasis patients SEM image

Smooth muscle cell(SMC) attachment of various treatment conditions

❖ 세계 최초 직경 1.6 mm 이하

튜브 내부 플라즈마 코팅

❖ 국내의료연구 학회 최우수연구상

❖ 국내 및 미국 특허 등록완료

Non-fouling
SNAL Lab
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Bio non-fouling coating application with marine ship Conventional coating method

Problems

• Decreased fuel economy

• periodic maintenance

• Performance degradation

• Increased corrosion

(Anti-fouling paint)

Plasma surface coating

Conventional coating Plasma coating

Low stability and durability High stability and durability

Need for drying process No drying process required

cause environmental pollution Relatively Non-toxic

Substrate selection
considering adhesion

Wide selection of substrates

Non-fouling

지속적인바닷물노출로부식된부표

부식으로인한오작동우려
동작상태점검의어려움

바닷물노출전부표

해상기뢰

❖ 기존페인트에쓰이던원료(소재)

특성을활용한 Plasma 코팅가능
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SNAL LabPatent list

순번 국가
출원일자 출원번호

발명인 발명 명칭
등록일자 등록번호

1 대한민국
2001.09.28 10-2001-0060556

정동근, 김진모, 박헌용 단백질칩 기판 및 플라즈마를 이용한 단백질칩 기판의 제조방법
소멸특허
(공개)2004.09.06 10-04488800000

2

대한민국
2005.12.28 10-2005-0131921

정동근, 여상학, 최창록 플라즈마를 이용한 단백질칩 기판의 제조방법 및 이로부터 제조된 단백질칩 기판

2004.09.06 10-07709450000

미국
2005.12.28 11/616483

2010.08.31 US7785649

일본
2006.11.16 2006-353470

2010.06.11 4527711

3 대한민국
2010.09.28 10-2010-7021614

정동근, 최창록, 여상학, 박헌용, 인경민 세포 고정화용 기판의 제조방법, 세포 고정화용 기판, 세포의 고정 방법 및 세포칩
2012.03.26 10-11323170000

4

대한민국
2009.09.01 10-2009-0082152

정동근, 김경섭, 최창록
패턴화된 세포 배양용 기판의 제조방법, 패턴화된 세포 배양용 기판, 세포의 패턴화된 배

양 방법 및 패턴화된 세포칩

2012.03.14 10-11290900000

미국

2010.08.31 (출) 12/872903

2015.02.27 (출) US.201514634190.A

2017.02.28 (등) US.9580681.B2

5
대한민국

2013.03.08 10-2013-0025350

정동근, 하명훈, 박지수, 박헌용, 이혜림 패턴화된 세포 배양용 기판의 제조방법, 패턴화된 세포 배양용 기판 및 세포칩2014.11.11 10-14627650000

미국 2014.02.19 US14/183961

6

대한민국
2013.03.07 10-2013-0024725

정동근, 조용기, 박대원, 박헌용, 이혜림

플라즈마를 이용하여 내부표면이 개질된 튜브 및 이의 제조 방법
2015.01.12 10-14838460000

미국
2014.01.29 US14/167251

탄화수소류 튜브 / 플라즈마 처리를 통해 내부 표면 성질 바꿈 / 친수성, 소수성, 세포부착
2017.01.24 US09/549807

7

대한민국

2013.10.15 10-2013-0122884

채희엽, 박민우,. 김훈배, 이채민, 정동근 유기전자소자용 폴리머/ 무기 다층 박막 봉지

2014.04.18 10-13891970000

2014.02.14 10-2014-0017311

2015.07.16 10-15388830000

미국
2014.01.08 14/149852

2015.11.24 9196849
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순번 국가
출원일자 출원번호

발명인 발명 명칭
등록일자 등록번호

8

대한민국
2014.09.05 10-2014-0119310

정동근, 조용기, 반원진
유전체에 균일하게 플라즈마를 발생시키는 방법

(Method for generating plasma uniformly on dielectric material)
ㅡ ㅡ

미국
2015.09.04 US14/846048

2019.01.22 10184181

9 대한민국
2015.02.16 10-2015-0023297

정동근, 이재원, 권성률, 반원진 산소 및 수분 차단용 다층 박막2017.08.21 10-17716010000

10

대한민국
2015.11.12 10-2015-0159154

정동근, 반원진, 권성률 탄소, 산소 및 금속을 포함하는 금속 탄화 산화물 박막 및 그 제조 방법
2018.01.09 10-18186100000

PCT
2016.11.11 PCT/KR2016/013037

ㅡ ㅡ

11

대한민국
2017.06.22 10-2017-0079013

정동근, 반원진, 권성률, 임현아, 박윤수 줄기세포 배양용 기판의 제조 방법
2019.06.10 10-19894680000

미국
2018.06.19 16/012038

2021.09.28 11130941

12

대한민국
2018.09.05 10-2018-0105839

정동근, 반원진, 권성률, 임현아, 박윤수, 김영현

저유전 플라즈마 중합체 박막 및 그 제조 방법
(Plasma polymerized thin film having low dielectric constant and preparing

method thereof)

2020.07.21 10-21381020000

미국
ㅡ 16/549150

ㅡ 16/549150

13 대한민국
2022.10.26 10-2022-0138864

정동근, 백남욱, 차지환, 장태순, 강신원, 박윤수, 임현아 구리 확산 방지를 위한 플라즈마 중합체 박막 및 이의 제조 방법

14 대한민국

2022.11.07 10-2022-0147171

한덕현, 정재훈, 정동근, 박윤수, 임현아, 백남욱, 조용기

요관 삽입용 고분자 복합체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 요관 삽입용 스텐트
(Polymer complex for inserting ureter, manufacturing methode therof, stent 

for inserting ureter using the same)

Patent list



Thank you!
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SNAL Lab

<Typical chip cross section>

Low dielectric constant material for multilayer

interconnect in semiconductor chip

Trend of logic IC & Low-k roadmap progression

Signal distortion from RC-delay

<Interconnect delay trend>

Semiconductor part: Multilevel metallization 
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Inductively coupled plasma enhanced

chemical vapor deposition system

(ICP-PECVD)

plasma enhanced

chemical vapor deposition system

(PECVD)

Semiconductor part: Multilevel metallization 

➢ Compatibility with Damascene process

➢ Etching stability
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<Dielectric constant mechanism according to the operating frequency region of the device>

<SiCOH film>

Semiconductor part: Dielectric characteristics of low-k



Semiconductor part: Flexible low-k (with University of Louisiana)

Dielectric material for Flexible devices 

FTIR spectra in the wave number from 

400 to 600 cm-1 of the SiCOH film on  

ITO/PEN substrate  and the films,  

after having been subjected to bending 

tests at different deposition plasma 

power

19

Film bending test

(a) Dielectric constants and (b) current densities at the electric field of 1.0 MV/cm of the as-

deposited SiCOH films on ITO/PEN substrates and the films after having been subjected to 

bending tests with bending cycles of 1000, 5000, and 10000 as a function of deposition

plasma powers between 20 and 80 W.

Peak area fractions of (a) H–Si–O/Si–CH3 peaks at 920–720 cm−1 and 

(b) Si–O–Si cage/network/suboxide structures at 1200–950 cm−1 , for 

the as-deposited SiCOH films on Si substrates

Tetrakis-(trimethylsilyloxy)silane (TTMSS)

The SiCOH film on the substrate mounted on the motor equipped motion controller (left) and

the bent substrate after bending (right) 



SNAL LabSemiconductor part: Thin film encapsulation

Schematic diagram of multilayer encapsulation film
Atomic layer deposition system

(ALD)
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 (a) PEN

 (b) PEN/ppTTMSS

 (c) PEN/Al2O3_25nm

 (d) PEN/Al2O3_50nm

 (e) Al2O3/ppTTMSS/Al2O3

@ Test Condition

 Temp. : 358.15 K

 Humidity : 85 %

Water Vapor Transmission Rate TEST

Because the life-time and performance of OEDs can be lowered by permeation

of the moisture and oxygen during the atmospheric exposure, the transparent

encapsulation layer was developed to block moisture and oxygen. Since the

multilayer encapsulation film of Al2O3/plasma polymer film/Al2O3 has also

flexible and transparent characteristics, it has applicable to flexible OEDs.
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